
  
    
      
  




   [image: ]

  
    
      
      
      
    

    
      
  
    
      
        
        search
      

    

  


      	
          产品信息
          
            
              
                
                  
                    产品信息

                    为您介绍能实现高度的Kiru, Kezuru, Migaku技术的迪思科精密加工机器、精密加工工具、周边设备等产品相关资讯。

                  
                

                
                  	精密加工设备
	切割机
	激光切割机
	研削机
	拋光机
	晶圆贴膜机
	芯片分割机
	表面平坦机
	水刀切割机

	精密加工工具
	切割刀片
	研削磨轮
	干式抛光磨轮
	安全使用说明

	其他产品
	周边设备
	相关产品
	普通磨石
	Downloads
	Catalog Downloads
	Manual Downloads

                

              

            

          

        
	
          解决方案
          
            
              
                
                  
                    解决方案

                    为您介绍可解决Kiru, Kezuru, Migaku加工课题的技术知识、试切、代理加工服务等辅助资讯。

                  
                

                
                  	刀片切割
	激光切割
	研削
	抛光
	DBG/SDBG
	其他

	DISCO Technical Review
	DISCO Technical Review
	Technology Introduction
	由DISCO工程师进行技术讲解

	解决方案支持服务
	演示加工试验服务
	有偿加工服务

                

              

            

          

        
	
          客户服务
          
            
              
                
                  
                    客户服务

                    为了让您可以安心使用迪思科产品，在此刊载迪思科应对各种状况时的应援体制、产品改善资讯、故障排除等资讯。

                  
                

                
                  	售后服务
	支援体制
	产品使用后的回收服务

	故障排除
	精密加工设备相关的疑难咨询・FAQ(常见问题)
	精密加工工具相关的疑难咨询・FAQ(常见问题)
	故障对应
	DISCO术语辞典
	精密加工工具

	各种信息提供
	Customer Equipment Improvement Information (CSMDC)
	有益的改善信息（技术通讯）
	SDS
	检查表查询
	证明书/判定书等
	停产设备信息

	文件 在线目录
	旧机型的使用说明书
	刀痕检测的诀窍

                

              

            

          

        
	
          培训服务
          
            
              
                
                  
                    培训服务

                    
                      为了要让您更有效使用并加深对机器的理解，开展各机种的操作及维修讲习。

                  
                

                
                  	有关日本总公司的研修中心
	培训课程及培训手册
	申请培训的流程
	课程一览
	培训费・时长
	培训中心的介绍
	常见问题及问询

	有关海外分公司的研修中心
	韩国研修中心
	台湾研修中心
	中国研修中心

                

              

            

          

        


      
	mail_outline联系我们
	
    	
        search
        
          
            
              
                
                  
                  search
                

              

            


          

        

      
	
        languageLanguage
        
          
            	日本語
	English


            	繁體中文
	简体中文
	한글


          

        

      


  


    
    
      返回 公司信息主页
    

  


    
    
      
	home
	产品信息
	周边设备
	Ultrasonic-wave Dicing Unit

    

    
      
        
          
            Ultrasonic-wave
 Dicing Unit
打印print



            

          

          
            
              实现难削材料的高质量 · 高速切断加工

              
                超音波切割加工的目标

                实现以SiC，玻璃，氧化铝陶瓷等为代表的难削材料的高质量· 高速切断加工。

                超音波切割加工的特征

                通过在刀片上施加超音波振动，改善加工点的水流（消除因磨屑排出作用而引起的堵塞、冷却加工点）并促进刀片的自动磨锐（防止变钝），通过维持正常的刀片状态来降低加工负荷。以此便可实现高效率的研磨加工。

                刀刃动作的示意图
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            超音波振动机构

            
              
                可追加

                也可追加在已有的切割设备上， 可轻松导入超音波应用技术。此外，在追加后也可继续使用常规刀片。

              

              
                单元结构

                	超音波振幅发生用电源
	专用硬刀座 · 专用刀片
	超音波振幅测定传感器
	软件


              

            


            应用实例

            SiC晶圆

            实现高进刀速度和良好的加工质量

            
              
                [image: SiC]
              

              
                	Workpiece	4H-SiC晶圆 厚度0.35 mm
	Blade	U09ZA- SD1500 厚度50 μm
	Feed speed	10 mm/s 1Pass 


              

            

            玻璃

            适用以往无法加工的钻石颗粒直径#2000，以此实现崩缺(Chipping)的大幅改善和切割道的缩小
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                  超音波 OFF
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                  超音波 ON
                
              

              
                	Workpiece	硼矽酸玻璃 厚度0.3 mm
	Blade	U09ZD- SD2000 厚度50 μm
	Feed speed	3 mm/s 1Pass 
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            Specification
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        如有任何疑问或咨询，欢迎随时联系我们。
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  	产品信息
	精密加工设备
	切割机
	激光切割机
	研削机
	拋光机
	晶圆贴膜机
	芯片分割机
	表面平坦机
	水刀切割机
	精密加工工具
	切割刀片
	研削磨轮
	干式抛光磨轮
	安全使用说明
	其他产品
	周边设备	Ultrasonic-wave Dicing Unit
	Deionized Water Recycling Unit
	CC Filter Unit
	Water Temperature Control Unit	
	DTU162
	Resistivity Management Unit
	CO₂ Injector
	Automatic Cleaning System
    
	DCS1440
	DCS1441
	DCS1460


	相关产品
	普通磨石
	Downloads
	Catalog Downloads
	Manual Downloads


      

    

    
      

    

    




 推荐页面

 





  
    
	home
	产品信息
	周边设备
	Ultrasonic-wave Dicing Unit

  

  
    
      
        
        产品信息

        解决方案

        客户服务

        培训服务

        新闻中心

        公司信息

      

      
        产品信息

        
          	精密加工设备
	切割机
	激光切割机
	研削机
	拋光机
	晶圆贴膜机
	芯片分割机
	表面平坦机
	水刀切割机

	精密加工工具
	切割刀片
	研削磨轮
	干式抛光磨轮
	安全使用说明

	其他产品
	周边设备
	相关产品
	普通磨石
	Downloads
	Catalog Downloads
	Manual Downloads

        

      

      
        解决方案

        
          	刀片切割
	激光切割
	研削
	抛光
	DBG/SDBG
	其他

	DISCO Technical Review
	DISCO Technical Review
	Technology Introduction
	由DISCO工程师进行技术讲解

	解决方案支持服务
	演示加工试验服务
	有偿加工服务

        

      

      
        客户服务

        
          	售后服务
	支援体制
	产品使用后的回收服务

	故障排除
	精密加工设备相关的疑难咨询・FAQ(常见问题)
	精密加工工具相关的疑难咨询・FAQ(常见问题)
	故障对应
	DISCO术语辞典
	精密加工工具

	各种信息提供
	Customer Equipment Improvement Information (CSMDC)
	有益的改善信息（技术通讯）
	SDS
	检查表查询
	证明书/判定书等
	停产设备信息

	文件 在线目录
	旧机型的使用说明书
	刀痕检测的诀窍

        

      

      
        培训服务

        
          	有关日本总公司的研修中心
	培训课程及培训手册
	申请培训的流程
	课程一览
	培训费・时长
	培训中心的介绍
	常见问题及问询

	有关海外分公司的研修中心
	韩国研修中心
	台湾研修中心
	中国研修中心

        

        新闻中心

        公司信息

        
          	公司简介
	企业理念

	公司历史
	公司工作日历

	活动日程
	SDGs / ESG / CSR

        

      

      
        分支机构信息、所在地

        股东·投资者资讯

        招聘采用信息

        联系我们

        通报受理窗口

        	Personal Information Protection Policy
	User Agreement
	Use of the DISCO Corporate Name
	
            Guarantee policy for customer using DISCO Products
          
	关于工艺对应方针


        	
            [image: ]
          
	
            [image: ]
          
	
            [image: ]
          


      

    

    
      	
          关于由第三方对本公司刀片进行再生处理的声明事项 
        
	
          What kind of company is DISCO?
        


    

    
      
        [image: ]
      

      
        © 2020 DISCO Corporation. All rights reserved.
      

    

  

  

  
  
